
 

——非官方翻译—— 

泰国投资促进委员会 

第 Sor. 4/2562 号公告 

对按照投资促进委员会第 2/2557 号公告给予投资促进的行业类别增加修订 

-------------------------------------------------------- 

  根据投资促进委员会于 2014 年 12 月 3 日颁布关于《投资促进政策与准则第

2/2557 号》公告，为了符合电子与电气业的快速技术的快速发展，并使泰国成为高科

技产品的生产基地。 

依据 1997 年《投资促进法》第 16 条第 2 项内容、第 17 条、第 31 条规定赋予的

权力，投资促进委员会出台对第五类电子与电气业增加第 5.3.8 行业类别，以及将在 

2014 年 12 月 3 日颁布的泰国投资促进委员会第 2/2557 号公告条目后的第 5.1.1, 

5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.2.6, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4,  5.3.5,5.3.6, 5.3.7, 5.4.3, 

5.4.4, 5.4.5, 5.4.9, 5.4.12 和 5.4.14 类别内修改下列内容、条件及优惠权益       

如下： 

第五类 : 电子与电气业 

行业类别 条件 优惠权益 

5.1.1 智能电器制造(SMART 

ELECTRICAL APPLIANCES) 

1. 智能电器必须具备以下条件: 

1.1 具有可以接收数据的电子部件作

为关键组件。 

1.2 可以连接到其他设备或工具或通过

无线系统进行联网。 

1.3 在该设备或工具有嵌入式操作系统

或处理器。 

2.   研发方面的开支相当于头 3 年销售额

的 0.5% 或不少于 1 亿泰铢，取决于其中

哪一个值更低。 

  3. 其他情况。 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

A3 

5.1.2 空调，冰箱，冰柜，

洗衣机，干衣机的制造 

必须达到能源部规定的五级高效节能标准

或者其它同等级的高效节能标准。 

A4 

5.1.3 生产其它电器 1.  研发方面的开支相当于头 3 年销售额

的 0.5% 或不少于 1 亿泰铢，取决于其中

哪一个值更低。 

2. 其他情况。 

A3 

 

 

     B1 

5.2.3 生产电器用的压缩机

以及/或者马达 

生产马达必须具备产品设计环节。 A4 

5.2.6 生产蓄电装置 

5.2.6.1 高能量密

度电池 (HIGH 

DENSITY BATTERY) 

5.2.6.2 超级电容器 

(SUPERCAPACITOR) 

5.2.6.3 电池制造（铅酸

电池除外） 

 

须具备获得投资委认可的比功率

(Specific Power) 以及充电次数。 

 

须具备获得投资委认可的比能量 

(Specific Energy) 以及充电次数。 

 

 

A2  

 

 

A2  

 

B1 



 

行业类别 条件 优惠权益 

5.3.2 生产通讯设备 

5.3.2.1 生产用于发送 

(EMISSION)，传输

(TRANSMISSION) ，接收

(RECEPTION)无线和光纤

系统信号设备 

5.3.2.2 生产其它

通讯设备 

 

1.研发方面的开支相当于头 3 年销售额的

0.5% 或不少于 1 亿泰铢，取决于其中哪

一个值更低。 

2. 其他情况。 

 

1. 符合以下条件的情况下 

1.1 对整个 PCBA 生产线使用表面安装

技术(SURFACE MOUNT TECHNOLOGY)进行

投资。 

1.2 研发方面的开支相当于头 3 年销售

额的 0.5% 或不少于 1 亿泰铢，取决于

其中哪一个值更低。 

2. 对整个 PCBA 生产线使用表面安装  

技术（SURFACE MOUNT TECHNOLOGY） 

进行投资。 

3. 研发方面的开支相当于头 3 年销售额  

的   0.5% 或不少于 1 亿泰铢，取决于  

其中哪一个值更低。 

4. 其他情况。 

 

A2 

 

 

A3 

 

A2 

 

 

 

 

 

 

A3 

 

 

A3 

 

 

A4 

5.3.3 生产工业用/ 农业用   

电子控制和测量设备,具有可以

测量高精度的传感器(Sensor) 

1.   研发方面的开支相当于头 3 年销售额

的 0.5% 或不少于 1 亿泰铢，取决于其中

哪一个值更低。 

2.  其他情况。 

A2 

 

 

A3 

5.3.4 生产安全控制设，具

有可以测量高精度的传感器

（Sensor），例如：指纹扫

描器（Fingerprint 

Scanner）及视网膜扫描器

（Retina Scanner）等。 

1.   研发方面的开支相当于头 3 年销售额

的 0.5% 或不少于 1 亿泰铢，取决于其中

哪一个值更低。 

2.  其他情况。 

A2 

 

 

A3 

5.3.5 生产视听产品 (AUDIO 

VISUAL PRODUCT) 

1.根据以下条件进行 

1.1 对整个 PCBA 生产线使用表面

安装技术(SURFACE MOUNT 

TECHNOLOGY)进行投资。 

1.2 研发方面的开支相当于头 3 年销售

额的 0.5% 或不少于 1 亿泰铢，  

取决于其中哪一个值更低。 

2. 对整个 PCBA 生产线使用表面安装技

术(SURFACE MOUNT TECHNOLOGY)进行     

投资。 

3. 研发方面的开支相当于头 3 年销售额的   

0.5% 或不少于 1 亿泰铢，取决于其中

哪一个值更低。 

4. 其他情况。 

A2 

 

 

 

 

 

 

A3  

 

 

A3 

 

 

A4 



 

行业类别 条件 优惠权益 

5.3.6 生产办公电子用品 1.根据以下条件进行 

1.1 对整个 PCBA 生产线使用表面

安装技术(SURFACE MOUNT 

TECHNOLOGY)进行投资。 

1.2 研发方面的开支相当于头 3 年销售

额的 0.5% 或不少于 1 亿泰铢， 

取决于其中哪一个值更低。 

2.对整个 PCBA 生产线使用表面安装技术

(SURFACE MOUNT TECHNOLOGY)进行     

投资。 

3. 研发方面的开支相当于头 3 年销售额的   

0.5% 或不少于 1 亿泰铢，取决于其中

哪一个值更低。 

4. 其他情况。 

A2 

 

 

 

 

 

 

A3  

 

 

A3 

 

 

A4 

5.3.7 生产其它电子产品 1.根据以下条件进行 

1.1 对整个 PCBA 生产线使用表面

安装技术(SURFACE MOUNT 

TECHNOLOGY)进行投资。 

1.2 研发方面的开支相当于头 3 年销售

额的 0.5% 或不少于 1 亿泰铢， 

取决于其中哪一个值更低。 

2.对整个 PCBA 生产线使用表面安装技术

(SURFACE MOUNT TECHNOLOGY)进行     

投资。 

3. 研发方面的开支相当于头 3 年销售额的   

0.5% 或不少于 1 亿泰铢，取决于其中

哪一个值更低。 

4. 其他情况。 

A3 

 

 

 

 

 

 

A4  

 

 

A4 

 

 

B1 

5.3.8 智能电子产品制造

(SMART ELECTRONICS) 

1. 智能电器必须具备以下条件: 

1.1 具有可以接收数据的电子部件作

为关键组件。 

1.2 可以连接到其他设备或工具或通过

无线系统进行联网。 

1.3 在该设备或工具有嵌入式操作系统

或处理器。 

2. 研发方面的开支相当于头 3 年销售额的

0.5% 或不少于 1 亿泰铢，取决于其中

哪一个值更低。 

3. 其他情况。 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

A3 

5.4.3 生产通讯设备部件 

5.4.3.1 生产用于发送，

传输接收无线和光纤系统

信号设备的部件 

5.4.3.2 生产其它通讯  

设备部件 

 

1. 如果是产品运行的重要组成部件。 

2. 其他部件。 

 

1. 如果是产品运行的重要组成部件。 

2. 其他部件。 

 

A2 

A3 

 

A3  

A4 



 

行业类别 条件 优惠权益 

5.4.4 生产工业/ 农业/ 医疗

器械/交通工具/ 科学仪

器用的电子控制和测量

设备部件具有可以测量

高精度的传感器

（Sensor） 

1. 如果是产品运行的重要组成部件。 

2. 其他部件。 

A2 

A3 

5.4.5 生产安全控制设备部件

(Security Control 

Equipment) 具有可以  

测量高精度的传感器，

例如：指纹扫描器

（Fingerprint 

Scanner）及视网膜扫 

描器（Retina 

Scanner）等。 

1. 如果是产品运行的重要组成部件。 

2. 其他部件。 

A2  

A3 

5.4.9 生产半导体设备以及/

或者半导体设备部件   

以及在生产过程中或延

续过程中产生的产品，

如：晶圆研磨（WAFER 

GRINDING），锯切丁

（SAWED DICE），晶圆

测试（WAFER 

TESTING），IC 测试

（IC TESTING），IC 模

块（IC MODULE）等 

生产集成电路产品，原有机器的改造或翻

新成本应视为投资，并将用于计算豁免企

业所得税的金额。而原有机器的原始价值

不会被视为投资金额。 

 

A3 



 

行业类别 条件 优惠权益 

5.4.12 生产柔性印刷电路 

(Flexible Printed 

Circuit) 以及/或者

多层印刷电路板 

(Multi Layer 

Printed Circuit 

Board) 以及/或者零

部件 

5.4.12.1 具备设计线路

图环节的生产柔性印刷

电路 

(Flexible Printed 

Circuit) 以及/或者   

多层印刷电路板(Multi 

Layer Printed 

Circuit Board) 以及/

或者零部件 

5.4.12.2 不具备设计线

路图环节的生产柔性印

刷电路(Flexible 

Printed Circuit) 以及

/或者多层印刷电路板 

(Multi Layer Printed 

Circuit Board) 以及/

或者零部件 

5.4.12.3  生产普通   

印刷电路板以及/ 或者   

具备设计线路图环节的

部件 

5.4.12.4 生产普通印刷

电路板以及/或者不具备

设计线路图环节的部件 

  

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 

 

 

 

 

 

 

A4 

 

 

 

 

B1 

5.4.14 生产普通组装印刷

电路板（Printed 

Circuit Board 

Assembly (PCBA)）

或同一项目中 PCBA

生产的连续产品 

对整个 PCBA 生产线使用表面安装技术

(SURFACE MOUNT TECHNOLOGY)进行投资。 

A4 

针对 2019 年 11 月 1 日以后提交且在本公告生效之前尚未获得投资促进批准的项

目，将根据本公告的内容审批投资项目。 

自今日起实施。 

2019 年 12 月 13 日颁布。 

巴育·占奥差上将 

  （巴育·占奥差） 

    泰国总理 

                                          泰国投资促进委员会主席 

 


